M kr obear bei tung von gl asfaserverstarkten, flexiblen und nanobeschichteten Leiterpla

Mikrobearbeitung von glasfaserverstarkten, flexiblen und
nanobeschichteten Leiterplatten mittels ultrakurzer Laserpulse

Aufgrund ihrer herausragenden Eigenschaften haben Ultrakurzpulslaser (UKP) in der letzten Zeit eine hohe Bedeutung in der
Mikromaterialbearbeitung gewonnen. Wahrend die ersten Serienanwendungen dieses Lasertyps vor allem in der Photovoltaik oder beim
Schneiden von gehartetem Glas fur Display-Panels in der Unterhaltungselektronik zu finden waren, ergibt sich heutzutage ein breites
Applikationsfeld vom Automobilbau, Gber die Biomedizinische Technik bis hin zur LED- und Halbleiterindustrie, welches die
Ultrakurzpulstechnologie zu einem der am schnellsten wachsenden Bereiche in der Lasertechnik macht. An dieser Stelle sollen Ergebnisse der
Mikrostrukturierung von nanobeschichteten Leiterplatten in Form von Lab-on-a-chip-Devices (LOC's) fiir die Biosystemtechnik sowie die
Bearbeitung von glasfaserverstérkten und flexiblen Leiterplatten aus Polyimid mittels ultrakurzer Laserpulse vorgestellt werden.

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis

Preis inkl. Preisnachlass: 2,52 €
2,70 €

Netto-Preis: 2,52 €

Enthaltene MwSt.: 0,18 €

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt
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